
《2013-2014年全球及中国硬质PCB行业研究报告》包含以下内容： 

  

• 1、全球PCB产业简介 

• 2、PCB下游市场分析 

• 3、PCB发展趋势 

• 4、光电、笔记本电脑、汽车、内存PCB产业分析 

• 5、PCB行业排名 

• 6、33家PCB厂家研究 

  

•       PCB行业可分硬板（Rigid PCB）、软板（FPCB）、载板（Substrate）三大
类。软板和载板属于新兴领域，早期PCB行业只有硬板，虽然近年来软板和载
板发展迅速，但是硬板所占比例仍然超过50%，并且不少硬板PCB厂家的利润
率并不比软板和载板低。 

  

•       PCB行业是成熟的行业，市场增幅一般不超过6%，而硬板厂家的产值一直
以来都处于下滑趋势中。2012年是硬板厂家尤其难过的一年，智能手机和平板
电脑市场爆发，让硬板厂家展开激烈的价格战，导致利润和收入下滑，大型
PCB厂家认为传统硬板缺乏成长空间，纷纷投入软板或载板。2013年除大陆以
外的硬板厂家几乎全面回暖，2014年硬板厂家效益更好，回暖更明显。 
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•       大型PCB厂家未来的拓展方向集中在载板和软板领域，对硬板则只是维持现状，主要拓展载板的厂家有欣
兴、SEMCO、LG INNOTEK、AT&S、DAEDUCK、深南电路、SIMMTECH。 

 

•       主要拓展软板的厂家有臻鼎、young pong集团、DAEDUCK GDS。唯一致力于拓展硬板领域的PCB大厂只有
Ibiden。还有部分大厂垂直拓展进入EMS领域，如笔记本电脑PCB第一大厂瀚宇博德（Hannstar Board）和健鼎
。这将导致未来传统硬板领域供需更加平衡，而高端的Any layer乃至HDI出现明显的供不应求。 

 

•       2014年硬板行业加速回暖的另一个原因是日系PCB厂家开始退出。 

  

•       2013年11月日本松下（Panasonic）宣布大举缩减全球PCB产能，预计2015年第1季以前停产约九成。2013
年松下的PCB事业收入大约3.1亿美元，松下的PCB业务，主要是自行研发的ALIVH（Any Layer Interstitial Via 
Hole）制程，应用在智能型手机领域。2013年3月松下就已传出将缩减台湾、越南的PCB产能，位在桃园县大园
乡工厂更是2012年3月中旬才开幕，当时应是争食HTC订单而新设。然而2013年HTC出货量锐减，导致松下产
能利用率极低，遂决议退出。 

  

•       日本汽车PCB大厂CMK也效仿松下，2014年1月宣布2014 年 4 月 30 日关闭旗下 PCB 生产据点YAMANASHI 
SANKO 、并停止生产手机用多层PCB  ALIVH 产品。目前还在使用ALIVH技术只剩下奥地利的AT&S。 

  

•       日系PCB也出现并购趋势，京瓷在2013年8月收购了NEC-TOPPAN，未来富士通的PCB业务也有可能出售，
Daisho Denshi 可能和Hitachi Chemical的PCB业务合并。 
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